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© Verfahren zurn Abdecken eines kontaktierten Halbleiterchips. 


© Ein Verfahren zum Abdecken eines kontaktierten 
und auf einem mit einer Leiterbahnstruktur (4) verse- 
henen Kunststofftragerband (5) befestigten Halblei- 
terchips (3), bei dem der Halbleiterchip (3) mit sei- 
-nen Kontaktverbindungen (6) mit einem Tropfen aus 
aushartbarem Kunststoff kalottenformig vergossen 
wird, f soli die Reproduzierbarkeit der Katottenform, 


gewahrleisten. Das Kunststofftragerband (5) wird vor 
dem Vergteflen mit einem den Halbleiterchip (5) und 
dessen Kontaktverbindungen (6) ringformig urn- 
schlieiSenden Flieflstopp (2) versehen. 

Das erfindungsgema/te Verfahren findet insbe- 
sondere beim Herstellen von Chipmodulen fur Chip- # 
karten Anwendung. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abdek- 
ken eines kontaktierten und auf einem mit einer 
Leiterbahnstruktur versehenen Kunststofftragerband 
befestigten Halbleiterchips, bei dem der Halbieiter- 
chip mit seinen Kontaktverbindungen mit einem 
Tropfen aus aushartbarem Kunststoff kalottenfor- 
mig vergossen wird. 

Es ist bekannt, bereits kontaktierte Halbleiter- 
chips mit einer Schutzabdeckung zu versehen. Zu 
diesem Zweck wird beispielsweise ein Tropfen aus 
einem aushartbaren Kunststoff auf den Halbleiter- 
chip aufgebracht. / 
Ein solches bekanntes Verfahren wird bei- 

-spiefew eise zum H e ^ tellef^\^Ct#fm3duieD^err 

wendet, die fOr Chipkarten benotigt werden. Die 
Halbleiterchips werden dabei auf einem Kunststoff- 
tragerband beispielsweise durch Kleben befestigt 
und gebondet, d.h. die Kontaktflachen der Chips 
sind schon z.B. mittels Goldkontakverbindungen 
mit den auf dem Tragerband befindlichen Leiter- 
bahnen verbunden, die beispielsweise aus Kupfer 
bestehen. Der bereits kontaktierte Halbieiterchip 
wird dann mit einer kalottenformigen Schutzschicht 
bzw. Abdeckung versehen, die beispielsweise in 
Form eines Geltropfens auf den Halbieiterchip auf- 
gebracht wird, Diese Schutzabdeckung umschliem 
auch die als Kontaktverbindungen am Halbieiter- 
chip angebrachten Golddrahte. 

Beim tropfenformigen Aufbringen der Abdeck- 
bzw. Vergu/Smasse auf einen Halbieiterchip besteht 
das Problem, da/* die Tropfenform durch Verflieflen 
nur schwer reproduzierbar ist. Dieses Problem ist 
insbesondere dann gravierend, wenn ein solcher 
Chipmodul in Gehause eingebaut werden sod, die 
genormt sind bzw. genau vorgeschriebene Abmes- 
sungen haben. Ein solches Gehause stellt eine 
Chipkarte dar. Unter einer Chipkarte versteht man 
eine Kunststoff-bzw. Plastikkarte im Format bei- 
spielsweise der bekannten Scheckkarte, in die inte- 
grierte elektronische Mikroschaltkreise implantiert 
sind. So ist beispielsweise ein Chipmodul in einer 
vorgegebenen Position in einer solchen genormten 
Karte implantiert, dessen Konturen mit den Kontu- 
ren auf der vorgegebenen Stelle auf der Chipkarte 
moglichst Ubereinstimmen sollten. 

Urn dem Problem des Verflie/tens des Abdeck- 
tropfens beizukommen, hat man bereits aufwendige 
Formstempel verwendet. Dabei tritt u. a. allerdings 
ein nachteiliges Fadenziehen auf. Eine andere 
Moglichkeit, die Reproduzierbarkeit der Form der 
Abdeckung zu verbessern, besteht in der allerdings 
relativ aufwendigen Verwendung hochthixotroper 
VerguJSmassen. Auch durch die Verwendung eines 
UV-Gels mit entsprechender Steuerung kann. die 
Reproduzierbarkeit ebenfalls verbessert werden. Al- 
lerdings mussen auch hier ein relativ hohes Invest- 
ment, lange Taktzeiten und teilweise kaum akzep- 
tablechemische Randbedingungen in Kauf genom- 


men werden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die- 
se Nachteile zu vermeiden und ein Verfahren zum 
kalottenformigen Abdecken eines bereits kontak- 
. 5 tierten Halbleiterchips zu schaffen, ,das die Repro- 
duzierbarkeit der Kalottenform der Abdeckung ge- 
wahrleistet und das damit insbesondere zur Her- 
stellung von Chipkartenmodulen geeignet ist. 

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der 
70 eingangs genannten Art erfindungsgemafi dadurch 
gelost, daJ3 das Kunststofftragerband vor dem Ver- 
gieflen mit einem den Halbieiterchip und dessen 
Kontaktverbindungen ringformig umschlie/Jenden 
FlieJ3stopp versehen, wird. 
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Der Flie/istopp wird~dabei vorzugsweise-durcn- 


Laserabbrand gebildet. Der Flieflstopp wird zweck- 
maflig in Gestalt einer ringfSrmigen Vertiefung in 
das Kunststofftragerband eingebracht, und zwar 
mittels einer Laserstrahlung. Als Strahlungsquelle 
so wird beispielsweise ein Gaslaser, vorzugsweise em 
C0 2 -Laser verwendet. Als Material fur das Kunst- 
stofftragerband ist ein Polyester besonders geeig- 
net. ., . . 
Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste- 
25 hen insbesondere darin, dafl auf einfache Weise, 
namlich durch definierte Stellen erhohter Oberfla- 
chenspannung auf dem Kunststofftragerband, die 
zur Chip- und Chipkontaktabdeckung verwendete 
VerguBmasse lokal eyakt gestoppt werden kann. 
30 ' Damit ist die Reproduzierbarkeit der Kalottenform 
der Schutzabdeckung des Halbleiterchips und des- 
sen Zuleitungen gewahrleistet. Aufgrund dieser Re- 
produzierbarkeit der Form der Abdeckung ist das 
erfindungsgemafie Verfahren zum Herstellen von 
35 Chipmodulen fUr Chip- bzw. Wertkarten besonders 
geeignet. 

Anhand eines in der Figur der Zeichnung dar- 
gestellten AusfQhrungsbeispiels wird die Erfindung 
im folgenden naher erlMutert 
40 In der Figur ist ein nach dem erfindungsgema- 
fien Verfahren hergestellter Chipkarten-Modul sche- 
matisch im Schnitt dargestellt.. Der Halbieiterchip 3, 
beispielsweise ein EEPROM, ist auf einem mit ei- 
ner Leiterbahnstruktur 4 versehenen Kunststofftra- 
45 gerband 5 befestigt. Das Kunststofftragerband 5 
besteht aus einem Polyester. Der Halbieiterchip 3 
ist mit seinen Kontaktverbindungen 6, in diesem 
Beispiel mit den durch das Kunststoff-Tragerband 
5 hindurchgefQhrten Golddrahten mit den entspre- 
so chenden Leiterbahnen der Leiterbahnstruktur 4 ver- 
bunden bzw. kontaktiert. Der Halbieiterchip 3 und 
dessen Kontaktverbindungen 6 bzw. 4 werden mit 
einem Tropfen aus aushartbarem Kunststoff ver- 
gossen. Auf diese Weise wird die kalottenformige 
55 Abdeckung 1 bzw. Schutzschicht gebildet. Vor dem 
Vergieflen wird das Kunststoff-Tragerband 5 m.t 
einem FlieBstopp 2 fur die- VerguBmasse versehen. 
Als VerguBmasse wird beispielsweise ein UV-hSrt- 
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bares Epoxidharz verwendet Der Flieflstopp 2 um- 
schliel3t den Halbleiterchip 3 mit seinen Kontaktver- 
bindungen 6 und den diesen zugeordneten Leiter- 
bahnen der Leiterbahnstruktur 4 ring- bzw. kreisfor- 
mig. Der Fliei3stopp 2 ist in diesem bevorzugten 5 
AusfOhrungsbeispiel als grabenformige Vertiefung 
in das Kunststoff-Tragerband 5 mittels Laserstrah- 
* lung eingebracht Mit diesem durch Laserabbrand 
in das Kunststoff-Tragerband 5 als Flieflstopp 2 
eingebrachten Ringgraben wird die Kalottenform 10 
der Abdeckung 1 und deren Reproduzierbarkeit 
gewahrleistet, so da/J dieser Chipmodul zum form- 
schlussigen und damit fest verankerten Einbau in 
Chip- bzw. Wertkarten besonders geeignet ist. 
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1. Verfahren zum Abdecken eines kontaktierten 
und auf einem mit einer Leiterbahnstruktur ver- 
sehenen Kunststofftragerband befestigten 20 
Halbleiterchips, bei dem der Halbleiterchip mit 
seinen Kontaktverbindungen mit einem Tropfen 
aus aushartbarem Kunststoff kalottenformig 
vergossen wird, dadurch gekennzeichnet, 
da/3 das Kunststofftragerband (5) vor dem Ver- 25 
gie/ten mit einem den Halbleiterchip (3) und 
dessen Kontaktverbindungen (6) ringformig 
umschlie/Jenden Fliei3stopp (2) versehen wird. 


2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekenrv 30 
zeichnet, dafl der FliejSstopp (2) durch Laser- 
abbrand igebildet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, da0 als FlieJ3stopp (2) eine 35 
ringformige Vertiefung in das Kunststofftrager- 
band (5) eingebracht wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, da/3 die ringformige Vertiefung mit- 40 
tels Laserstrahlung in das Kunststofftragerband 

(5) eingebracht wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, da£ ais Material 45 
fur das Kunststofftragerband (5) ein Polyester 
verwendet wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
gekennzeichnet durch seine Verwendung so 
zum Herstellen von Chipmodulen fur Chipkar- 

ten. 
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